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TOKUYAMA BOND FORCE I[ REF ADO1

EYEIET] I

Tirkce. ...
Kullanmadan 6nce tiim bilgileri, uyarilari ve notlar1 okuyun.

URUN TANIMI VE GENEL BiLGIiLER

1. TOKUYAMA BOND FORCE 1I, tek bilesenli, kendinden asitli, tek asamal
(ayrica selective etching ve total etching sistemlide kullanilabilen) tek kat
uygulamali, mitkemmel tutunma ve yapigsma giicii ile 1s1kla sertlesen, dental
yapistirict sistemi ozellikleri ile kesilmis / kesilmemis mine ve dentinde
olaganiistii marjinal biitiinliik saglayan, 1sinla ve dual cure sertlesen iiniversal
bonding ajanidir.

2. TOKUYAMA BOND FORCE II, ( 470Nm yogunlugunda, 500 nm 400
spektrum dalga boyu araligina sahip bir 1gmnl cihaz tinitesi ile, Camphorquinone
(CQ) maddesini sertlestirmede kullanilabilir.

3. TOKUYAMA BOND FORCE II, 3D SR Monomeri, Fosforik asit ester
monomeri Bisfenol A di (2-hidroksi propoksi) dimetakrilat (Bis-GMA), trietilen
glikol dimetakrilat (TEGDMA), 2-hidroksietil metakrilat, Camphorquinone,
alkolve aritilmis su igerir. Bolgesel dagittmdan hemen sonra pH seviyesi
yaklasik 2.8olmaktadir.

4. TOKUYAMA BOND FORCE 11, 3 (ii¢) degisik tastyic sistemi ile beraber
kullanilmaktadir. Bunlar; Sise, Kalem tipi ve Tek kullanimlik doz halindedir.
Size uygun olani i¢in yerel distribiitoriiniize danisiniz.

5. Tokuyama Bond Force II nin i¢erdigi 3D SR monomer teknolojisi faz ayrimini
elemine eder ve bu sayede hibrit tabakada homojen bir yap1 olusturur.

6. Tokuyama Bond Force II nin icerdigi 3D SR monomer teknolojisi sayesinde
ac1ga cikmis metal yiizeylerin yapistirilmasinda ek bir metal primer kullanilmaya
gerek yoktur.

7. Tokuyama Bond Force II, Total Etch , Self Etch ve Selective Etch teknikleri
ile kullanmaya uygundur.

8. Tutunma kuvveti: Mine:32 Mpa / Dentin: 28 Mpa

9. Deminerilizasyon derinligi 0,8 um (Dentin&Mine)

ENDIiKASYONLARI

Isikli veya dual-cure kompozitlerin yapistirilmasinda

- Direkt veya indirekt restorasyonlarin yapistirilmasinda,

- Kesilmis / kesilmemis minede,

- Kesilmis/ kesilmemis dentinde,

- Kirik porselen / kompozitlerin tamirinde,

- Hassasiyet giderici olarak ve kok yiizeyi hassasiyeti tedavisinde,

- Pit ve fisiir ortiiciilerle beraber kavite ve dentin vernigi olarak,

- Cam iyonomer simanlarla beraber koruyucu cila olarak,

- Seramik, ormoserler ve compomerlerin tamirinde,

- Metal destekli porselen restorasyonlarinda kullanilir.
KONTRENDIKASYONLARI

TOKUYAMA BOND FORCE II metakrilik monomerleri, organik ¢oziiciiler ve
asitler igerir. Bu kimyasallara allerjisi olan hastalarda TOKUYAMA BOND
FORCE II kullanmayiniz.

ONLEMLER

1) Bu talimatlarda listelenenler disinda herhangi bir amag i¢in
TOKUYAMA BOND FORCE II'yi kullanmayiniz.

2) TOKUYAMA BOND FORCE II Sadece lisansh profesyonellerin dig
bakimiyla ilgili satig1 ve kullanimi i¢in tasarlanmstir Sisesi tahrip olmus
TOKUYAMA BOND FORCE II'yi kullanmayin.

4) Alerjik reaksiyon gosteren ya da asir1 hassasiyet ortaya ¢ikan
hastalarda TOKUYAMA BOND FORCE II kullanmay1 derhal birakin.
5) TOKUYAMA BOND FORCE II kullanirken alerjik reaksiyonlarin
olasiligim 6nlemek icin her zaman muayene eldivenleri (plastik, vinil
veya lateks) kullanin.

Not: Metakrilik monomerleri gibi baz1 maddeler muayene eldivenleri
gibi malzemelere niifuz edebilir.

TOKUYAMA BOND FORCE II muayene eldivenleri ile temas ederse
temizlemek igin eldivenleri imha edin ve ellerinizi kisa siirede su ile
iyice yikayin.

6) Gozuniiziin, mukozanin, deri ve diger giysilerinizin TOKUYAMA
BOND FORCE 1I ile temasindan kaginin.

- TOKUYAMA BOND FORCE II gozlerle temas ederse su ile derhal
iyice yikayimz ve derhal bir goz doktoruna basvurun.

- TOKUYAMA BOND FORCE II mukozal membran ile temas ederse,
hemen etkilenen bolgeyi silin ve sonra iyice su ile yikayin.
Restorasyon tamamlandiktan sonra etkilenen alanlarda protein
pihtilasmasindan meydana gelen beyazlik olabilir, bu tiir beyazlik 24
saat icinde kaybolur. Bu tiir beyazlatma 24 saat i¢inde kaybolmaz ise
hastanin hemen bir doktora bagvurmasi tavsiye edilir.

- TOKUYAMA BOND FORCE II deri ya da giysilerle temas ederse,
hemen alkol emdirilmis pamuklu ¢ubukla ya da gazli bez ile bolgeyi
ovalayarak temizleyiniz.

- Tedaviden sonra hemen agzint durulayin hastayi bilgilendirin.

7) TOKUYAMA BOND FORCE II yutulmamali veya aspire
edilmemelidir. Yutma veya aspirasyon ciddi yaralanmalara neden
olabilir.

8) TOKUYAMA BOND FORCE II’nin yanlislikla kullanilmasini
engellemek icin hastalarin ve ¢ocuklarin ulagamayacagi yerlerde
saklayiniz.

9) TOKUYAMA BOND FORCE II yanicidir. Atese maruz
birakmayiniz.

10) Capraz enfeksiyonu engellemek ve tutunma giiciiniin diismesini
engellemek igin,

her kullanimdan sonra alkol ile tastyicinin ucunu iyice temizleyin.

11) TOKUYAMA BOND FORCE II'yi dogrudan veya yakin olarak
pulpa iizerinde kullanmayiniz.

Pulpaya yakin bolgede cam iyonomer astar veya kalsiyum hidroksit ile
koruma tavsiye edilir.

12) Isikli dolgu cihazi kullanirken g6z koruyucu gozliik kullanilmalidir.
13) Bir restorasyon yanlis hizalanmigsa, okliizyonu diizgiin degilse veya
bruksizmden dolay: restorasyon catlayabilir, bu durumda restorasyon
tekrarlanmalidir.

14) Diger marka primer veya bond ile TOKUYAMA BOND FORCE
II’yi karistirmayimz.

15) TOKUYAMA BOND FORCE 1II soguk ortamda depolanmis ise
kullanmadan 6nce bir-iki dakika oda sicakligina getirilmelidir.

16) Bond Force Kalem tipini kullantyorsaniz,

- Kapagi kapali iken diigmeye BASMAYINIZ.

- Bond ¢ikan ug¢ yukar: bakarken diigmeye BASMAYINIZ.

- Bond ¢ikarma sirasinda Kalem tipini ¢capraz veya yatay TUTMAYIN.
- Kalem tipini agiz bosluguna dogrudan tutmak sureti ile
KULLANMAYIN.

- Kalemi sokmeye CALISMAYIN.

iLACLAR VE MALZEMELER iCiN ONLEMLER

1) Bazi malzemeler ve ilaglar (hemostatik malzeme gibi) TOKUYAMA
BOND FORCE II'nin yapigmasini engeller.

Hata ile bulagsmissa dikkatli bir sekilde uzun bir siire

su ile titiz bir temizlik yapin.

Asagida belirtilen maddeleri i¢eren triinleri beraber KULLANMAYIN:
- Ojenol,

- Diammine giimiis floriir [molekiiler formiilii: Ag (NH3) 2F],

- Ornegin parachlorophenol, guaiakol, fenol gibi fenoller,

- Aliiminyum kloriir,

- Ferrik siilfat,

- Aliminyum siilfat,

2) TOKUYAMA BOND FORCE 1I, asagidaki maddelerin kullanimindan
sonra uygulanirsa dige baglanmayabilir,

- Hidrojen peroksit (oxydol),

- Sodyum hipoklorit

Bu maddeler simantasyondan sonra genellikle bes giin i¢inde yok olur.
Bu maddelerin kanal tedavisinde inhibisyonundan sonra kullanilmasini
tavsiye ediyoruz.

DEPOLAMA

-1) TOKUYAMA BOND FORCE II'yi 0- 25 ° C santigrat derece (32-
77 °F ) arasindaki bir sicaklikta saklayiniz.

2) Uzun zaman kullanilmayacak ise serin ve karanlik bir ortamda
saklayiniz.

3) Isidan, dogrudan giines 1s181ndan, kivileimlardan ve acik alevden uzak
tutunuz.

4) Sise / paket tizerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra
kullanmayiniz.

BERTARAF ETME

-Kullanilmayan TOKUYAMA BOND FORCE II'yi emici ve absorbe
edebilecek gazli bez veya pamuk ile yerel yonetmeliklere uygun olarak
bertaraf ediniz.

KLIiNiK PROSEDUR

1. Temizlik

Dis yiizeyini bir lastik yardimu ile floriir icermeyen dis macunu ile
temizleyiniz. Ardindan su ile iyice yikayiniz.

2. izolasyon

Rubber Dam ile izolasyon tercih edilen yontemdir.

3. Kavitenin hazirlanmasi



Kaviteyi hazirlayin ve su ile durulayin. Anteriorda marjinleri belirleyin (sinif III,
1V, V), posteriorda preparatlarin yant sira, oluklari ve marjinleri belirleyin (sinif
I, D).

Kavitedeki oluklar, konik boliinmeler ve marjinlerin belirlenmesi hem estetik
acidan daha iyi olacaktir hemde bondun tutunma giiciinii artiracaktir.

- Kesilmemis minede yapigkan bir yiizey olmasi i¢in asindirma maddesi
kullanilir.

- Porselen / kompozit restorasyonunda, elmas bir frez ile yiizeyi piiriizlendiriniz.
- Fosforik asit kullandiktan sonra su ile durulayiniz. Ardindan hava ile iyice
kurulayiniz.

-Tokuyama Bond Force II nin icerdigi SR monomer teknolojisi sayesinde agiga
¢ikmis metal yiizeylerin yapistirilmasinda ek bir silan kullanilmaya gerek yoktur.

Dis Yiizeyine Asit Uygulama (istege Bagl)

Klinik olarak yeterli yapigma kuvveti elde edilmektedir. Fakat, daha yiiksek
baglanma i¢in uygulanacak yiizeye asagidaki asitleme prosediirleri uygulanabilir:

a) Mine Asitleme Sistemi (Selective Enamel Etching) Prosediirii

Dentinin istenmeden asindirilmasi sonucunun yapistirma iizerinde herhangi bir
zararl etkisi yoktur.

Yaygin olarak kullanilan (yaklasik% 35)’lik, bir fosforik asit agindirma jelini
hazirlanmig veya hazirliksiz dis minesine siiriiniiz ve 15 saniye bekleyiniz.
Bekledikten sonra, su ile iyice yikayiniz. Ardindan yagsiz kuru hava uygulayin
pamuk pelet ile hafifce kurulayiniz. Bolgeyi tamamen kurutmayiniz.

b) Total Asitleme Prosediirii ( Total Etching)

Yaygin olarak kullanilan (yaklasik% 35)’1ik, bir fosforik asit asindirma jelini
hazirlanmis veya hazirliksiz dis minesine siirtiniiz ve 15 saniye bekleyiniz.
Bekledikten sonra, su ile iyice yikayiniz. Ardindan yagsiz kuru hava uygulayin
pamuk pelet ile hafifce kurulayiniz. Bolgeyi tamamen kurutmayiniz.

4. Kurutma

Kurutma kagidi ya da bir hava siringasi ile kaviteyi kurutun.

- Vital diste kullanirken uygulanan bolgeyi tamamen kurutmayiniz.

- Dis yiizeyinde kalint1 vb. maddeler varsa yiizey asagida belirtildigi sekilde
temizlenmelidir.

Alkol veya sitrik asit ile dis yiizeyi ile temizlenir.

Airetor, Hava siringasi veya Piyasemenden asagidaki maddeler yiizeye
bulastiysa uygulamadan 6nce 2-3 saniye fosforik asit uygulanabilir.

1) Yag buhari,

2) Tukiiriik, kan ve digkilart.

5. Pulpa Koruma

Kaviteye pulpa yakin ise cam iyonomer astar ya da kalsiyum hidroksit
uygulanmalidir

Korumak igin ZOE esash MALZEMELERI KULLANMAYIN.

Bu malzemeler TOKUYAMA BOND FORCE II kiiriinii inhibe eder.

6. TASIYICI/ DAGITICI

6-1. Tek Kullamimhik Doz

Kapagi acin ve tek aplikatorii batirin.

- Kapagi acarken kabin iist ve alundan emin olun.

- Capraz enfeksiyonu 6nlemek i¢in, kalan malzeme diger hastalarda
kullanilamaz.

6-2. Sise kapagini ¢ikararak, siseye biraz sikarak kuvvet uygulayin, bir
iki damla gelecektir.Kullandiktan sonra kapag: sikica kapatiniz.

- TOKUYAMA BOND FORCE II'yi damlatirken siseyi her zaman
dikey tutunuz.

Damlatma sirasinda siseyi yatay ve capraz tutmayiniz, bond sise
ucundan geri akar, kirlenir .

- Kapagi kapamadan 6nce sisenin ucundaki fazla bond damlalarini siliniz.

6-3. Kalem Tipi Bond

Kapak yukar bakacak sekilde, kapagini acarak, acin ve asagi dogru dik
bir vaziyette ¢eviriniz.

Dikey olarak bir yada iki damla diisene kadar, iki veya ii¢ defa diigmeye
basiniz.

Bondun akig1 diigmeye basilma sekline ve kalemin tutuldugu pozisyona
baghdir.

Bondu damlattiktan hemen sonra bondun kapagini sikica kapatiniz.

- Bondu damlatma sirasinda kalemi dikey tutunuz. Capraz ve ya yatay
tutmak bondun u¢ kisimdan geri gitmesine ve kontaminasyona sebep
olabilir.

- Kapanis 6ncesinde kalemin ucundan fazla yapistiriciyr silin.

Kalem Tipi Bond Gostergesi:

Gosterge kullanicilarin kalan yapistirict miktarini izlemesini saglar.
Siyah hat malzeme azaldik¢a E noktasina hareke eder. Zaman ¢izgisi E
ye yaklastiginda bu kalemin i¢erisindeki bondun neredeyse bittigini
gosterir. Yalniz bu kesin bir okuma degildir. Geride kalan malzemenin
bir gostergesidir.

7. Uygulama

Tek aplikator kullanarak, yiizeye TOKUYAMA BOND FORCE II
uygulayin ve 10 saniye bekleyin.

- TOKUYAMA BOND FORCE 11 yi tiim yiizeylere siirdiigiiniizden
emin olun.

- Uygulamadan once aplikatorii ve bond siiriilen yiizeyi 1siktan
koruyunuz.

Birim Doz: Birim Doz kapta aplikatorii tutun.

Sise, Kalem: Bir 151k engelleme plakasi kullanin.

BOND FORCE 1I ugucu bir alkol igerir.

- TOKUYAMA BOND FORCE II’nin subgingival bolgeye akmasina
izin vermemek i¢in dikkatli olun.

. TOKUYAMA BOND FORCE II Subgingival bolgeye akar ise, iyice
yikayin ve bolgeyi kurulayin.

- TOKUYAMA BOND FORCE II yi Seramik yiizey, porselen veya
kompozit yiizeye uygulayacaksaniz, gerekli prosediirlere dikkat ediniz.

8. Hava ile Kurulama

Yagsiz bir hava / su siringasi kullanarak, TOKUYAMA BOND FORCE
11 yi stirdiikten sonra, 5 saniye boyunca ayni pozisyonda hareket olmadan
siirekli hafif derecede hava uygulayiniz.

Bir vakumlu aspiratdr kullanirsamz yapistiric: lekesini dnlersiniz.

- Kazara sigrama olusursa, dokuyu beyazlatabilir veya alerjik reaksiyon
olusabilir.

- Yapistiric: kavite tabanina veya yiizeye fazla akarsa, asirt yapistiric: tek
kullanimlik aplikator ile fazlalik alinabilir veya ¢ok hafif bir hava ile
inceltilebilir.

- Kaviteye tiikiiriik, kan veya diger sivilar bulagirsa, veya yapistirict
kontamine olursa, kaviteyi iyice

su ile durulayin, kuruladiktan sonra yeni yapistiriciyr yeniden uygulayin.
- Kasitsiz kirlenme diginda su ile uygulanan yapiskan iizerinde durulama
yapmayin.

9. Isinlama

Yiizeyden 2 mm mesafeden 1sinl1 dolgu cihazi ile en az 10 saniye siirede
1§10 tutunuz.

Kavite ¢ok bityiik olursa 2 mm lik mesafeden bolme bolme 1sinlayiniz.

- Isin cihazini uygulamadan 6nce cihazin 151n yogunlugunun en az (>
300 mW / cm2) oldugunu dogrulayin. Bunun igin bir 1s1n 6lcer
kullanabilirsiniz.

DIKKAT: Yasalarimiz bu iiriiniin satisin profesyoneller ile simrlar.

ONEMLI NOT: Hatali kullanimdan dolay1 kaynaklanan hasar veya
yaralanmalardan iiretici firma sorumlu degildir.

Bu iiriiniin hatasiz kullanimi saglamak kullanicinin kisisel
sorumlulugudur.

Bu iiriin, kullanim 6ncesi uygun bir uygulama i¢in uygundur.
Ozellikler haber verilmeksizin degistirilebilir. Uriin 6zelliklerinden baska
talimatlar ve tedbirler de degisebilir.
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